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1.产品规格（Product Specifications）


	面板类型（Panel Type）
	TFT LCD

	面板尺寸(Panel Size)
	6.8 inch

	显示类型（Display Type）
	Normal Black

	分辨率（Resolution）
	480(RGB) x 1280(dot)

	显示点间距（Dot Pitch）
	0.12546mm X 0.12546mm

	显示色彩（color）
	16.7M

	视角（View Angle）
	U/D/L/R: 80/80/80/80(MIN)

	显示驱动IC（Display Driver IC）
	FL7707N

	接口类型（Interface Type）
	MIPI	4 Lane

	触摸类型（TP Type）
	外挂 TP

	触摸IC （TP	IC）
	GT1151QM

	外形尺寸（Dimensions）
	90.4(H) X 190.4(V) X 7.31(T)(mm)

	显示区尺寸（Display area）
	60.22 x 160.59(mm)

	模组亮度（Module Brightness）
	500Cd/m2 （TYP）

	触摸点数Touch points
	5

	触摸按键Touch Key Number
	0

	触摸屏固件版本
	Version:
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4.85±0.15(LENS-BL)
)12±0.15

? REACH

正视图

90.4±0.05(LNES)

66.4±0.1(LCM)

61.02 ±0.2(LENS VA)

60.22(AA)




















  6.8" TFT 480*RGB*1280



侧视图	背视图	背视弯折图


12±0.15(LENS-BL)
7.31±0.3（ 总成厚度）
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 (
PIN
定义
PIN1
CTP_INT
PIN2
CTP_RST
PIN3
CTP_SDA
PIN4
CTP_SCL
PIN5
CTP_VCC
PIN6
GND
)钢片补强T=0.1mm+	[image: ] 导电双面胶T=0.05mm

 (
40
) (
40
)PI+FPC， T=0.3mm





 (
1
) (
1
)FPC+PI=0.3± 0.03mm



导电双面胶T=0.05MM 贴在露铜区上面









PIN(K)









PIN(A)


53.3



NOTE:
1. DISPLAY TYPE:6.86"TFT,	初版
2. DRIVER IC: FL7707
3. VIEWING DIRECTION: FREE
4. OPERATING TEMPERATURE:-20°C-+70°C.
5. STORAGE TEMPERATURE:-30°C-+80°C.
6. BACKLIGHT TYPE:24 WHITE LEDS.
7. LED:If=20.0mA/LED (CONSTANT CURRENT).




3. 接口定义（The Interface Definition）

见 CAD 图纸
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5. [image: ] (
总重量
自由落体高度
0-9kg
92cm
9-25kg
76cm
25-45kg
53cm
45-68kg
46cm
大于 68kg
41cm
)可靠性实验测试(Reliability Test Conditions And	Methods)

	序
号
	试 验项目
	
试验条件及方法
	
试验设备
	
检验项目
	
检验工具

	1
	高 温高 湿(静、动
态 )
试验
	

温度 60℃±3℃,湿度 90%±3%,要求选择时间分别为 96 小时,静、动态（产品点亮）在室温下恢
复 2 小时后进行外观,显示功能检查。
	

恒温恒湿试验机
	检验外观、功能、抗腐蚀性
	



目视/测试架/ 客户样机/ 显微镜

	2
	高 、低 温冲 击
试验
	
静态-30℃（30 分钟）∽ 80℃（30 分钟）∽ -30℃
（30 分钟）, 24 个循环，在室温下恢复 2 小时后进行外观,显示功能检查。
	
冷热冲击试验机
	

检验外观、功能
	

	3
	高 温存 贮试验
	常温70℃+-3℃、宽温80℃+/-3℃、96小时后在室
温状态下恢复1 小时在2 小时内完成外观、显示功能检查。
	
烤箱
	
检验外观、功能
	


目视/测试架/ 客户样机

	4
	
低 温存 贮试验
	常温-20℃+/-3℃、宽温-30℃+/-3℃、条件的试验箱内保存96小时后在室温状态下恢复1 小时, 在2 小时完成外观、显示功能检查，特别注意检
查是否有漏液、断线、腐蚀、偏光片不良现象。
	

低温冰箱
	

检验外观、功能
	

	5
	低温存贮试验
（动
态）
	常温-20℃+/-3℃、宽温-30℃+/-3℃条件的试验箱内点亮刷屏，过程中每1小时观察一次，检查显 示功能，如：异常，卡机，花屏等。特别注意检查是否有漏液、断线、腐蚀、偏光片不良现象。
	

低温冰箱
	

检验外观、功能
	

目视/测试架/ 客户样机
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包 装模 组跌 落试验
	1、跌落重量及自由落体高度: (图二)




2、自由落体角度如下：
1) 一角：A 角
2) 三菱：
A-B,A- D,A-C
3)	六面： 面 1，面 2，面 3，面 4，面
5，面 6；
	








包装模组跌落架
	








测试电性能无异常、外观检验无破损，无脱离现象
	








目视/测试架/ 客户样机




	

7
	



盐 雾试验
	标准条件:中性盐雾试验（NSS 试验）: 5%的氯化钠盐水溶液,溶液 PH 值中性（6.5～7.2）, 试验温度 35 ± 2 ℃ , 盐雾的沉降率在 1 ～ 2ml/80cm².h 之间,时间 24h。2.其它特殊要求条件:醋酸盐雾试验(ASS 试验): 5%氯化钠溶液中配入冰醋酸,溶液 PH 值为 3 左右，试验温度35±2℃,盐雾的沉降率在 1～2ml/80cm².h 之
间, 时间 24h。
	



盐雾试验设备
	检验外观、功能， 盐雾试验结果的判定方法，腐蚀物出现判定法：定性判定，试验后功能测试应 OK，外观观察产品无腐蚀现
象产生。
	


目视/测试架/ 客户样机/ 显微镜

	8
	ESD
抗 静电 试验
	
测试架测试状态下试验: 接触 4KV,非接触（空气） 8KV 放电测试
	抗 静 电 枪
（尖头接触放电，圆头空气放电）
	检验外观、功能
	

目视/测试架
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6. [bookmark: 6. 光电参数（Optical Characteristics）][bookmark: 6. 光电参数（Optical Characteristics）]光电参数（Optical Characteristics）
6.1 [bookmark: 6.1 光学规格（Optical Specifications）][bookmark: 6.1 光学规格（Optical Specifications）][image: ]光学规格（Optical Specifications）
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6.2 [bookmark: 6.2 视角定义（Description of View Angle）][bookmark: 6.2 视角定义（Description of View Angle）][image: ][image: ]视角定义（Description of View Angle）
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 (
L
W
允收
个数
备注
L≤
3
W≤0.03
不计
两线间距 15mm
L≤ 5
0.03＜W≤0.05
2
两线间距 15mm
L＞ 5
W＞0.05
0
) (
厚度 a
宽度 b
长度 c
允收
个数
a≤T
B 不伤及边框或走线
c≤5.0mm
允收
)

7. 检验标准 (Inspection standard）



	项目
	不良描述
	判定标准
	检验方法

	



1-1 外观
（次缺）
	产品外观或点亮状态下的圆形物（LCD/POL/BL/盖板/TP/组装异物/贴合异物、产品本身的亮点/暗点等）

Y(宽)度)

X
(长)
	
	





目视（非林卡比对）

	
	
	
	点状直径
	允收
个数
	备注
	
	

	
	
	
	Φ≤0.1
	不计
	
	
	

	
	
	
	0.1＜Φ≤0.2
	3
	两点间距 15mm
	
	

	
	
	
	0.2＜Φ≤0.3
	2
	两点间距 15mm
	
	

	
	
	
	0.3＜Φ≤0.5
	1
	
	
	

	
	
	
	Φ＞0.5
	0
	
	
	

	



1-2 外观
（次缺）
	产品外观或点亮状态下的线状物（LCD/POL/BL/盖板/TP/组装异物/贴合异物、产品本身的亮点/暗点等）


L	W
	
	



目视（非林卡比对）

	


1-3 外观
（次缺）
	崩边、崩角


[image: ]

	
	



目视

	

1-4 外观
（主缺）
	玻璃裂痕（LCD 或 T/P 有延伸式之裂开痕迹,但未形成破损）

[image: ]
	


任何区域的延伸性裂痕	NG
	


目视



[image: ] (
点状直径
允收
个数
备注
Φ≤
0.2
不计
0.2
＜Φ≤
0.3
2
两点间距 
15mm
0.3
＜Φ≤
0.5
1
两点间距 
15mm
Φ＞
0.5
0
)
	
	
	
	

	

1-5 外观
（次缺）
	

偏光片漏边
	
1、贴合总成后外观及功能，正视角或 45°视角目视可见片边	NG
2、贴合总成后功能测试边框画面不完整，存在压边现象	NG
	

目视

	




1-6 外观
（次缺）
	偏光片气泡（偏光片气泡、凹凸点等）
Φ=（X+Y）/2

X


Y
	
	




撕起 保护膜目视
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Absolute maximum ratings

Spec.
Item Symbol Ty [ m
Power Supply Voltage 1 | IOVCC~VSSD | = | +5.5
Power Supply Voltage 2 [ VCI ~ VSSA | - | +66
Power Supply Voltage 3 | VSP ~ VSSA | - +6.6
Power Supply Voltage 4 | VSSA ~ VSN | - +6.6
Power Supply Voltage 5 | VGH ~ VGL | - +35
Logic Input Voltage Vin | - [IOVCC+0.3
Logic Output Voltage Vo } - [lovce+0.3
DSI_CP/DSI_CN_ ] e
Differential Input Voltage | DSI_DOP/DSI_DOP, V -0.3 20
DSI_D1P/BSI_DIN
Operating Temperature | Topr {_ °G -40 - +85
Storage Temperature Tstg NC -55 - +110
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3 Power Mode:

Parameter Conditions
Power & Operating Voltages
Logic Operaling voltage [ 1lovcc | 1/0 supply voltage 1.65 NN | 3.3
Analog Operating voltage [ VCI Operation voltage 4.5 | 6.2 v
Analog Operating voltage | V8P | Operation voltage 4.5 | 6.2
Analog Operating voltage | VSN Operation voltage -6.2 -45
Input / Qutput
Logic High level input voltage | VIH | =: D.7I0VCC - | 1ovcc
Logic Low level input voltage | VIL | - VSSD - | 0.310VCC v
Logic High level output voltage VOH IOH = -1.0mA 0.8l10VCC - I0vCC
Logic Low level output voltage | VOL | IOL = +1.0mA VSSD - | _0.210vVCC
Input leakage current | 1L - -1 - | 1 A
DC/DC Converter Operation
VGH booster voltage | VGH | Ivgh=1mA 10 | 20
VGL booster voltage | VGL | lvgl=-1mA -15 | -7.5 \
VGH and VGL difference [VGH-VGL| - - - 32
Oscillator tolerance | 0sc | 25)0 -3 | 3 %
Source Driver

| VSPR I : 3.3 [ 5.6 v
Gamma reference voltage i VSNR i n 56 [ 33

| |.VSSD+1.0 ~ VSPROUT-1.0 - - | +-20 mV
Output voltage deviation DVOS V8SD+0.1V~VSSD+1.0 R R +-50 i

" “VSPR-1.0 ~ VSPR-0.1V
Output offset voltage | Voff I = = +/-50 mY
Standby Mode Current Consumption

[\ vsp \E':Z:fv & 150 | g

Sleep In Mode | VSN | AISN=5 a4V & 50 | s pA
lovec IOVCC=1.8V - 35 =
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LP Mode

Parameter Symbol Conditions = s";‘;'p T | Uit
Logic high level input voltage Viwreo | LP-CD 450 - 1350 | mV
Logic low level input voltage Viaeeo | LP-CD [ - 200 | mV
Logic high level input voltage Viweax | LP-RX(CLK, D0) 880 Z 1350 | mv
Logic low level input voltage Viwerx | LP-RX(CLK, DO) Q - 550 | mv
Logic low level input voltage Viwrrwe | LP-RX(CLK ULP mode) 0 - 300 | mv
Logic high level output voltage Vouerx | LP-TX(DO) 1 - (R
Logic low level output voltage Vouerx | LP-TX(DO) -50 - 50 mv.
Logic high level input current Vin | LP-CD, LPRX - - 10 uA
Logic low level input current Ve | LP-CD, LP-RX -10 - - JuA
Input pulse rejection SGD DSI-CLK+/-, DSI-DO%/ - - 300 | Vps
SGD

SGD

Input

Vinwreo, VikLprx

Viteeo, Viuerx
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High Speed Mode

Parameter

Input common mode

Vemerx
Vempata

DSI_CP/DSI_CN
DSI_DOP/DSI_DOP

Input common mode variation
<450 MHZ

VemreLee
VemroaraL

DSI_CP/DSI_CN
DSI_DOP/DSI_DOP

Input commen mede variation
>450 MHZ

Vemrowkm
Vemroatan

DSI_CP/DSI_CN
DSI_DOP/DSI_DOP

Low-level differential Input
threshold

VrHioik
VTHLDATA

DSI_CP/DSI_CN
DSI_DOP/DSI_DOP

High-level differential Input
threshold

VTHHeLk
V1HHDATA

DSI_CP/DSI_CN
DSI_DOP/DSI_DOP

Single ended input low voltage

ViLks

DSI_CP/DSI_CN
DSI_DOP/DSI_DOP

Single ended input high voltage

Vinns

DSI_GP/DSI CN
DSI._DOP/DSI_DOP

Differential input termination
resistor

Rreru

DSI_CP/DSI_CN
DSI_DOP/DSI_DOP

Single-ended threshold voltage
for termination enable

Vrermen

DSI_CP/DSLCN
DSI* DOP/DSI. DOP

Termination capacitor

Creru

DSI_CP/DSI-CN
DSI_DOP/DSI_DOP
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HS1/ lUndefined HSO  I“Undefined | HS1

VncLk, Vinpata

0V Reference for
Differential Inputs™

i Vreik, Vinioata
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Vemeix,





image12.png
High Speed Mode

Figure 7-4: DSI clock timing Characteristics

Torrcw Tonrotk
Torroary

DSI_CP/DSI_CN, DP/DN

0V Reference
Full HS Swina Voltage

Figure 7-5: Rising and falling time on clock and data channel
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(VSSA=0V, IOVCC=1.65V to 3.3V, VCI=2.5V to 3.3V.T = -40 to 85°C
7 Spec. -
Signal item Symbol Wi ool W] Unt

4LANE: 3.30
Double Ul instantaneous 2xUINsT 3LANE: 2.85 | - 25 ns
DsI_cp/ @ VDDD=1.8V
DSI_CN u 4LANE: 1.67
Ul instantaneous Unere | BLANE: 143 | - | 125 ns
@ VDDD=1.8V
/DN [Data to clock setup time Tos 0.15xUI - - [ ps
Data to clock hold time Ton 0.15xU1 - - T ps

[DSI_CP/ |Differential rise time for clock Toreik 150 - 03Ul [ ps

DSI_CN _[Differential fall time for clock Torroix 150 - [ o3ul ps

pppn  |Differential rise time for data Tormoata 150 - | 03ul ps

Differential fall time for data Torroam 150 - [ o3ul ps

Table 7-3: DSI High Speed Mode Characteristics
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Low Power Mode

Host Control Data Lanes Driver IC Control Data Lanes
< Turn around request > LP-Request :
< >
D -
By, ——
Figure 7-6: BTA from HOST to Display Module Timing
Driver IC Control Data 'Host IC Control Data Lanes
Tum around request = < LP-Request }
- >, <= 7 >
i T Tots H P Ties T
Dl e :
oo ——

{LPM1 iLP10 §1POOY: LP10 | LPOOi—LPOD.|Lpogi LP1O | LPH1 |
_ >

ime.

Figure 7-7: BTA from Display Module Timing to HOST
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(VSSA=0V, I0VCC=1.65V to 3.3V, VCI=2.3V to 3.3V,Ta = -40 to 85°C)

Signal item Symbol [—gre— s1_|;:. = Unit

Length of LP-00/LPOT/LP10ILPTT — - X N >
Host> Display module
Length of LP-0/LPO1/LP1OILPTI T = N i .

DSI_DOP/ |Display module >Host

DSI_DOP [Time-out before the MPU start driver Toasure | Tipo — [ 2xTxo | s
Time to drive LP-00 by display module Trncer | oxTiexo | - = ns
Time to drive LP-00 after turnaround reques|
i Tmeo | 4xTiexo | - - ns

Table 7-4: DSI Low Power Mode Characteristics
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DSI BURSTS

Trs-Svic,

o

1

P11 LPOT
Tris-TermEn

<>

Length of LP-00/LPO1/LP10/LP11 Tiex
Time to Driver LP-00 to prepare for-HS|
transmission

Time to enable data receiver line termination.|Trs-TerRM-EN
Time to drive LP-00 by.display module TraceT
Time to drive LP-00 after turnaround request
Host

THS-PREPARE

Traco

Table 7-5: DSI Low Power Mode to High Speed Mode Timing
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HSOor HST

NOTE:
If the last bit is HS-0, the transmitter changes from HS-0 to HS-1
Ifthe last bit is HS-0, the transmitter changes from HS-1 to HS-0

Spec. -

al tem Symbol || Unit
Time-Oul al Display Module to_Ignore] "

D ai-ooF Transiton Period of EoT [Tasice 40 ol 8

'_DOP [fime to Driver LP-1 after IS Burst [Trsext 01 - - | ns

Table 7-6: DSI Low Power Mode to High Speed Mode Timing
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Spec.

Signal item Symbol i ryp T e Ut
Time that the MCU shall continue. sending
HS clock after the last associated Data Lane|Toucpdst | 60+52xUI | - . ns
has transitioned to LP mode
Time to drive HS differential state after las(
payload clock bit of a'HS transmission birst |1 - TFA %0 = . ne
Time to drive LP-11 after HS burst Tasex 100 = = ns
osi cpy [Time to_ drive LP-00 15 prepare (for HS[y . ™ o ' & | e
DSI CN transmission
=" [Time-out at" Clock Lane Display. Module to| ‘ ' il G
enable HS Termination
Minium Jead, HS-0 drive period_before|Towerepare | o0 7 ‘ s
starting Clock + Towezero
[Time that the HS clock shall be driven prior (o)
any. associated data Lane beginning the|Toucere 8xuUI

transition from LP to HS mode

Table 7-7: Clock Lanes High Speed Mode to/from Low Power Mode Timing
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7.33 Resetinput timing

Irtenal Status o X

Figure 78: Reset input fring

T o —
Symbol | Parameter e s Noto unit
TRESW | Fosetlow oulse widi) | NRESET | 10 . T T . 3

s | | . Whenesetaopies i

IREST | Roset complto timef : g SLAIN mode

“When reset appiec

S e | - | durg SipotT mode

Table 78" Reset mputTiming
Note: () Spike dus o an dctosah dscharge on NRESET e toss ot cause roqulr sysam rose 3o o e
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Longer tan 10 ys. Feset
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‘The optical characteristics are measured under stable condiions as following notes.
Table 4 Optical Characteristics.
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Note(1) Measurement Setup:
“The LCD modue should be stabiized at given ambient temperature (25°C) for 30
minutes to avoid abrupt temperature changing during measuring. n order to stabiize
the luminance, the measurement should be executed afer fghing backight for 30
minutes in the windless room.
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Figure 1 Optical Characteristic Measurement Equipment and Method
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Note(2) ~Definiton of Viewing Angle.
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Mote{3) Definition of Contrast Ratic (CR)
The conftrast ratio can be calculated by the following expression:
Contrast Ratic (CR) = the luminance of White pattem/ the luminance of Black pattern

Mote(4) Definition of Response Time
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Figure 3 Definition of Response Time
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Figure 4 C-Light Spectrum
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